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AVERY Dennison Corporation 

Applizierkopf fur eine Appliziervorrichtung und Verfahren zum Her- 

stellen eines Applizierkopfes 



Die vorliegende Erfindung betrifft einen Applizierkopf zum Applizieren von 
einzelnen Flachmaterialelementen, insbesondere von Etiketten, auf Ge- 
genstande gemalJ dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren 
zum Herstellen eines Applizierkopfes gemaB dem Anspruch 19. 

Appliziervorrichtungen dienen dazu, Flachmaterialelemente, insbesondere 
Etiketten, auf einen Gegenstand aufzubringen bzw, zu applizieren. Bei der- 
artigen Appliziervorrichtungen ist es wichtig, dass der Applizierkopf das 
aufzubringende Flachmaterialelement wahrend des Appliziervorganges 
sicher halt t insbesondere bei dem Verfahren des Applizierkopfes aus einer 
Ausgangsstellung, in der er das zu applizierende Flachmaterialelement 
aufnimmt, und dem Applizierort, an dem das Flachmaterialelement auf den 
Gegenstand aufgebracht wird. Hierzu sind in der Praxis Appliziervorrich- 
tungen bekannt, bei denen ein Saugluftstrom fOr das Halten des Flachma- 



terialelements an dem Applizierkopf eingesetzt wird. Im Stand der Technik 
finden sich zwei unterschiedliche Arten an Saugluft-Appliziervorrichtungen. 

Der erste Typ an Saugluft-Appliziervorrichtung enthalt einen Lufter, der 
einen Saugluftstrom erzeugt. Hierzu ist der Lufter im Inneren des Gehau- 
seabschnittes der Appliziervorrichtung, welcher auch die Steuerung und die 
Verfahrhydraulik bzw. Verfahrpneumatik der Appliziervorrichtung aufnimmt, 
angeordnet. Der Applizierkopf weist in seiner ApplizierflSche Durchbre- 
chungen auf. Durch die durch den LGfter erzeugte Saugluft wird das 
Flachmaterialelement an dem Applizierkopf gehalten. 

Bei dieser Saugluft-Appliziervorrichtung hat es sich als nachteilig erwiesen, 
dass diese nicht bei kleinen und/oder schwierig zu applizierenden Flachma- 
terialelementen fehlerfrei arbeitet. DarOber hinaus benotigt diese Applizier- 
vorrichtung Nebenluft. 

i 

Neben der Lufter-Appliziervorrichtung sind als weiterer Typ einer Saugluft- 
Appliziervorrichtung sogenannte Injektor-Appliziervorrichtungen bekannt. 
Diese arbeiten nach dem Venturiprinzip. Hierzu ist der Applizierkopf wie- 
derum mit einer Vielzahl von Durchbrechungen versehen, wobei im Inneren 
des Gehauses der Appliziervorrichtung ein Injektor sitzt, in den Druckluft 
eingestrahlt wird. Hierdurch wird die Luft aus dem Applizierkopf gerissen, 
so dass das Flachmaterialelement in folge des entstandenen Unterdrucks 
am Applizierkopf gehalten wird. 

Bei dieser Injektor-Appliziervorrichtung hat es sich als nachteilig erwiesen, 
dass ein fehlerfreies Arbeiten nur dann moglich ist, wenn alle Durchbre- 
chungen im Applizierkopf von dem Flachmaterialelement abgedeckt wer- 
den. Hieraus folgt, dass fur jede Form eines Flachmaterialelements ein 
geeigneter Applizierkopf hergestellt werden muss, was unverhaltnismaliig 
teuer ist. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Applizierkopf und ein 
Verfahren zu seiner Herstellung bereit zu stellen, die auf einfache Weise 
eine Anpassung der Applizierflache des Applizierkopfes auf verschiedenar- 
tig geformte und/oder groISe Flachmaterialelemente ermoglichen. 
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Hinsichtlich des Applizierkopfes wird die vorstehende Aufgabe durch die 
Merkmale des Anspruchs 1 gelost. In den sich daran anschlielienden An- 
spruchen 2 bis 18 finden sich vorteilhafte Ausgestaltungen hierzu. 

Durch die Moglichkeit von wenigstens zwei an der Applizierflache vorgese- 
henen Materialschwachstellen eine oder beide durchstechen zu konnen, 
um eine oder zwei Ansaugoffnungen auszubilden, kann die Applizierflache 
ohne weiteres auf unterschiedliche Formen und/oder verschiedene GroBen 
von Flachmaterialelementen angepasst werden. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn die Applizierflache mehrere Materialschwachstellen aufweist. 
Sind diese vorzugsweise regelmaliig auf der Applizierflache angeordnet, so 
konnen durch Durchstechen von gewQnschten Materialschwachstellen bei 
gleicher Applizierflache Applizierkopfe fur unterschiedlich geformte 
und/oder verschieden grolie Flachmaterialelemente bereitstellen. 

Auf besonders einfache Weise lassen sich bei ein und derselben Applizier- 
flache unterschiedliche Applizierkopfe bereitstellen, wenn die Material- 
schwachstellen regelmaliig, vorzugsweise, rasterformig angeordnet sind, 
d. h. uber die gesannte Applizierflache verteilt sind, vorzugsweise in Spalten 
und Reihen. 

Wird die Applizierflache aus einem Kunststoff material, insbesondere Poly- 
ethylen hergestellt, kann es beim Ablosen des Flachmaterialelements von 
der Applizierflache zu statischen Aufladungen kommen. Diese statischen 
Aufladungen behindern wiederum das Aufschieben eines neuen Flachma- 
terialelementes auf die Applizierflache. Weiterhin ist es schwierig bei Ver- 
wendung eines Kunststoffmaterials, insbesondere eines PE-Materials die 
Applizierflache mit einer durchgehend gleichmaliigen Materialstarke herzu- 
stellen. Um letzteres zu ermoglichen und/oder um eine statische Aufladung 
der Applizierflache zu vermeiden, ist es weiterhin von Vorteil, wenn die Ap- 
plizierflache an ihrer AuRenseite mit vorzugsweise in aquidistantem Ab- 
stand parallel zueinander verlaufenden Rillen versehen ist. Hierbei hat es 
sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Rillen zwischen zwei Spalten an 
Materialschwachstellen vorgesehen sind. 

Um bei zu verarbeitenden Flachmaterialelementen in unterschiedlicher 
Form und/oder Grolie nicht jedes Mai den kompletten Applizierkopf aus- 



tauschen zu mussen, kann weiterhin vorgesehen sein, dass die Applizier- 
flache an einem Applizierpad vorgesehen ist, das austauschbar mit dem 
Applizierkopf verbunden ist. 

Ist der Applizierkopf zum Applizieren eines Flachmaterialelements aus ei- 
ner Ausgangsstellung, in der er beispielsweise das Flachmaterialelement 
aufnimmt, geradlinig reversibel in eine Applizierstellung verfahrbar, in der er 
das Flachmaterialelement auf dem Gegenstand aufbringt, so ist es vorteil- 
haft, wenn der Applizierkopf eine Padaufnahme aufweist, in die das Appli- 
zierpad quer zur Verfahrrichtung des Applizierkopfes reversibel einschieb- 
bar ist 

Die Padaufnahme kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. So besteht die 
Moglichkeit, dass diese durch zwei parallel verlaufende C-formige FQh- 
rungsschienen gebildet ist, in die das Applizierpad reversibel einschiebbar 
ist. 

Urn eine klar definierte Endposition beim Einschieben des Applizierpads in 
die Padaufnahme zu erzielen, kann weiterhin ein Anschlag an der Padauf- 
nahme vorgesehen sein, der diese Endposition definiert. 

Damit sich das Applizierpad wahrend des Appliziervorganges nicht aus 
seiner Endposition lost, kann weiterhin vorgesehen sein, dass das Appli- 
zierpad an dem Applizierkopf mit einer Verriegelungseinrichtung losbar 
verriegelt ist. Dabei kann die Verriegelungseinrichtung durch eine federbe- 
lastete Kugel gebildet sind, die an dem Applizierkopf oder dem Applizierpad 
vorgesehen ist und die in der Lage ist, in eine Ausnehmung an dem Appli- 
zierpad oder dem Applizierkopf reversibel einzurasten. 

Ein besonders einfacher Aufbau last sich dadurch erzielen, wenn der An- 
schlag durch die Verriegelungseinrichtung gebildet ist. 

Das Applizierpad selbst kann wiederum aus ganz unterschiedlichen Ele- 
menten aufgebaut sein. So besteht die Moglichkeit, dass das Applizierpad 
aus einer Tragerplatte und einer die Applizierflache enthaltenden Applizier- 
platte gebildet ist, die vorzugsweise zwischen sich wenigstens einen Hohl- 
raum ausbilden. Hierbei kann die TrSgerplatte aus Aluminium hergestellt 
sein, wogegen die Applizierplatte vorzugsweise aus einem verformbaren 




Material, insbesondere einem Kunststoff vorzugsweise PE- bzw. Polyethy- 
len hergestellt ist. 

Die Materialschwachsteilen konnen wiederum durch unterschiedliche L6- 
sungen und/oder Elemente gebildet sein. In einer AusfQhrungsform konnen 
die Materialschwachsteilen durch Ausnehmungen bzw. Vertiefungen in der 
Applizierplatte ausgefuhrt sein. In diesem Fall ist dann das verbleibende 
Material, d. h. der Boden der Vertiefung mittels eines geeigneten Werk- 
zeugs zu durchstechen. In diesem Fall wurden die beim Durphstechen ver- 
drangten Materialbestandteile nach aufcen uber die Applizierplatte hinaus- 
ragen. Daher hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn zu jeder Material- 
schwachstelle an der Applizierflache, vorzugsweise einer Vertiefung in der 
Applizierplatte, an der anderen zu der Applizierflache parallel verlaufenden 
Flache bzw. Seite der Applizierplatte korrespondierende, mit den Material- 
schwachsteilen an der Applizierflache fluchtende Materialschwachsteilen, 
vorzugsweise Ausnehmungen, vorgesehen sind, die vorzugsweise durch 
eine "Membran" bzw. ein ddnnes Materialhautchen von einander getrennt 
sind. Mit anderen Worten befindet sich das dunne Materialhautchen inner- 
halb der Applizierplatte, so dass beim Durchstechen Bestandteile des dun- 
nen Materialhautchens nicht uber die Applizierplatte uberstehen. 

Wie bereits vorstehend erlautert worden ist, kann es zu statischen Aufla- 
dungen an der Applizierflache kommen, die das Aufschieben eines neuen 
Flachmaterialelements bzw. das Ablosen eines bereits an der Applizierfla- 
che befindlichen Flachmaterialelements erschweren. Um dies zu vermei- 
den, konnen in der Applizierflache Rillen vorgesehen werden. Alternativ 
oder zusatzlich kann auch vorgesehen sein, dass die die Applizierflache 
aufweisende Applizierplatte eine Dickenstarke, gemessen im Wesentlichen 
senkrecht zur Applizierflachen, besitzt, die einen Materialabtrag zur Bjldung 
einer definierten, an ein bestimmtes Flachmaterialelement angepasste Ap- 
plizierflache erlaubt. Dieser Abtrag kann beispielsweise durch einen 
Frasvorgang in einer Ebene parallel zur Applizierflache erfolgen. Hierdurch 
wird die Applizierflache gegenOber der Flache der gesamten Applizierplatte 
verringert und zumindest annahernd genau auf die Form des 
Flachmaterialelementes angepasst, so dass dieses nicht Qber eine von 
dem Flachmaterialelement infolge seiner Gestalt nicht beanspruchten 
Flachenbereich der Applizierplatte bzw. Applizierflache geschoben werden 




Applizierplatte bzw. Applizierflache geschoben werden muss, wodurch das 
Problem der statischen Aufladung weiter verringert wird. 

Die Applizierplatte und die Tragerplatte konnen sowohl losbar als auch un- 
losbar miteinander verbunden seih. Im Fall einer unlOsbaren N/erbindung 
kann diese mittels eines Verklebens der Tragerplatte mit der Applizierplatte 
erzielt werden. Ebenso kann die Applizierplatte und die Tragerplatte durch 
eine Schraubverbindung miteinander verbunden sein. Im letzteren Fall ist 
dafQr Sorge zu tragen, dass der Stoli zwischen der Applizierplatte und der 
Tragerplatte wenigstens luftdicht abgeschlossen wird. 

Um eine Verbindung zwischen dem Applizierpad und der Saugluftquelle 
herstellen zu konnen, ist die Tragerplatte mit einer Kupplung zur losbaren 
Verbindung mit der Saugluftquelle versehen. Die Kupplung kann hierbei 
durch eine vorzugsweise kreisformige Offnung in der Tragerplatte gebildet 
sein, die bei an dem Applizierkopf angebrachten Applizierpad mit einem 
RohrstQck verbunden ist. 

Hinsichtiich des Verfahrens wird die vorstehende Aufgabe durch die Merk- 
male des Anspruchs 19 gelost. In den sich daran anschlielienden Unteran- 
spruchen 20 bis 24, fQr die die gleichen Vorteile gelten, wie sie vorstehend 
beschrieben worden sind, finden sich vorteilhafte Weiterbildungen. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sowie ein Ausfuhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung werden nachstehend in Verbindung mit den beige- 
fOgten Zeichnungsfiguren naher erlSutert. Dabei ist darauf hinzuweisen, 
dass sich die in diesem Zusammenhang verwendeten Begriffe Jinks', 
„rechts", „unten u und «oben K auf die Zeichnungsfiguren mit normal lesbaren* 
Bezugszeichen beziehen. Hierbei ist: 

Fig. 1 eine schematische Perspektiv&nsicht eines AusfQhrungsbei- 
spiels des erfindungsgemaRen Applizierkopfes zusammen mit 
einem Werkzeug zum Durchstechen von Materialschwachstel- 
len in einer Applizierflache des Kopfes; 

Fig. 2 eine Seitenansicht des in Fig. 1 gezeigten Applizierkopfes mit 
dem Durchstech-Werkzeug; 



Fig.3 eine Draufsicht auf die AppiizierflSche des in Fig. 1 gezeigten 
Applizierkopfes; 

Fig. 4 eine Schnittansicht entlang der Linie IV - IV in Fig. 3; 

Fig. 5 die Einzelheit E in Fig. 4 im vergroBertem Malistab; und 

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht auf ein zweites Ausfuhrungsbei- 
spiel einer in dem Applizierkopf gemafi Fig. 1 aufnehmbaren 
Applizierplatte. 

Das in Fig. 1 in Form einer Explosivdarstellung gezeigte Ausfuhrungsbei- 
spiel fur einen erfindungsgemalien Applizierkopf 1 0 weist einen Montage- 
rahmen 20 zum vorzugsweise losbaren Anbringen des Applizierkopfes 10 
an einem Gehauseabschnitt einer nicht weiter dargestellten Appliziervor- 
richtung, in dem eine Saugluftquelle, beispielsweise in Form eines tnjek- 
tors, angeordnet ist, und ein Applizierpad 40 auf, das auf den Montagefah- 
men 20 in einer nachstehend noch naher beschriebenen Weise reversibel 
aufschiebbar ist. 

Der Montagerahmen 20 besitzt eine quadratische Grundform und ist aus 
einer quadratischen Grundplatte 22 sowie einem ebenfalls quadratischen 
Rahmenelement 24 aufgebaut. Die Grundplatte 22 ist, wie dies insbeson- 
dere aus Fig. 4 entnehmbar ist, mit Durchbrechungen 22a versehen, durch 
die der von der Saugluftquelle erzeugte Luftstrom von dem Applizierpad 40 
durch den Montagerahmen 20 zu der Saugluftquelle stromen kann. 

An der von dem Rahmenelement 24 wegweisenden Seite besitzt die 
Grundplatte 22 Befestigungslaschen 22b, mittels denen der durch die 
Grundplatte 22 und dem Rahmenelement 24 gebildete Montagerahmen 20 
und das ggf. auf den Montagerahmen 20 aufgeschobene Applizierpad 40 
an der Appliziereinrichtung vorzugsweise losbar anbringbar ist (vgl. Fig. 2, 
4). Die Befestigungslaschen 22b konnen beispielsweise durch Ausklinken 
und Umbiegen um ca. 90° von Abschnitten der Grundplatte 22 gebildet 
werden, die zum Herstellen der Durchgangsdurchbrechungen 22a notwen- 
digerweise aus der Plattenflache entfernt werden mQssen. 



Die von dem Rahmenelement 24 umspannte quadratische Flache ent- 
spricht in etwa der Flache der Grundplatte 22, so dass die den Rahmen 
bildende umlaufende Wand 24a des Rahmenelements 24 die Grundplatte 
22 an deren RSndern begrenzt. Wie insbesondere aus den Fig. 2 und 4 
entnehmbar ist, weist die umlaufende Rahmenwand 24a zwei Wandab- 
schnitte, einen ersten Wandabschnitt 24aa und einen zweiten Wandab- 
schnitt 24ab, auf. Der zu der Grundplatte 22 weis.ende erste Wandabschnitt 
24aa umspannt eine gegenuber der Grundplatte 22 etwas kleinere quadra- 
tische Flache, wogegen der sich daran anschliefiende yon der Grundplatte 
22 wegweisende zweite Rahmenabschnitt 24ab eine gegenOber der 
Grundplatte 22 gro&ere quadratische Flache umrahmt. Die beiden Wand- 
abschnitte 24aa und 24ab sind Qber eine Stufe einstuckig miteinander ver- 
bunden. 

Auf seiner zu der Grundplatte 22 weisenden Seite ist das Rahmenelement 
24 mit nach innen gerichteten Verbindungslaschen bzw. Verbindungsflan- 
schen 24b versehen, mittels denen das Rahmenelement 24 vorzugsweise 
unlosbar mit der Grundplatte 22, beispielsweise durch Kleben, Loten oder 
Nieten befestigt ist (vgl. Fig. 4). 

Wie weiterhin aus Fig. 1 entnehmbar ist, besitzt das Rahmenelement 24 in 
seinem Inneren mehrere Versteifungsrippen 24c, die u.a. zum Aufrechter- 
halten.der Formstabilitat des Rahmenelements 24 dienen. Daruber hinaus 
weist das Rahmenelement 24 an den von der Grundplatte 22 wegweisen- 
den Randkanten zweier parallel zueinander verlaufender Wandseiten FQh- 
rungselemente 24d auf, die eine Padaufnahme fur das Applizierpad 40 
bilden und in die das Applizierpad 40 einschiebbar ist. Die Fuhrungsele- 
mente 24d sind jeweils durch einen Qber die voile Lange der entsprechen- 
den Rahmenwand verlaufenden, in das Innere des Rahmenelements 24 
weisenden C-formigen Fortsatz 24d gebildet. Besitzt der Applizierkopf 10 
keine Quadrat- sondern zum Bespiel eine Rechteckform, so verlaufen die 
FGhrungselemente 24d vorzugsweise an den die Langseiten des Recht- 
ecks bildenden Randkanten der umlaufenden Rahmenwand 24a. 

Im Zusammenhang mit dem Montagerahmen 20 sei noch bemerkt, dass 
die Grundplatte 22 und das Rahmenelement 24 aus gleichen oder unter- 
schiedlichen Materialien hergestellt sein konnen. Bevorzugt ist, dass der 



Montagerahmen durchgehend aus Aluminium oder einer Legierung hieraus 
gefertigt ist. 

Das Applizierpad 40 enthalt eine Tragerplatte 42, welche vorzugsweise aus 
Aluminium oder einer Legierung hieraus hergestellt ist, sowie eine Appli- 
zierplatte 44, die vorzugsweise aus einem leicht verformbaren bzw. durch- 
trennbaren Material, insbesondere aus einem Kunststoff, vorzugsweise 
Polyethylen, gefertigt ist. Die Tragerplatte 42 und die Applizierplatte 44 sind 
vorzugsweise unlosbar, zum Beispiel durch Kleben, miteinander verburi- 
den. 

Die Tragerplatte 42 besitzt ebenfalls eine quadratische Flachenausdeh- 
nung, die kongruent zu der der Grundplatte 22 ist. Infolge der gegenuber 
der Grundplatte 22 und damit der Tragerplatte 42 grolieren Breite bzw. 
Lange der von dem zweiten Wandabschnitt 24ab umschlossenen quadrati- 
schen Flache entspricht der Abstand der beiden Fuhrungsfortsatze 24d, 
insbesondere der Abstand zwischen den die beiden freien Schenkel jedes 
C-formigen Fortsatzes 24d miteinander verbindenden Basisschenkeln der 
FGhrungsfortsatze 24d, der Breite bzw. Lange der Tragerplatte 42. Weiter- 
hin entspricht der Abstand der beiden freien Schenkel jedes C-formigen 
Fortsatzes 24d in etwa der Dicke der Tragerplatte 42 bzw. ist geringfugig 
grower. Hierdurch lasst sich die Tragerplatte 42 des Applizierpads 40 in den 
Montagerahmen 20 entlang der Fuhrungsfortsatze 24d einschieben und ist 
dort sicher gehalten. 

Urn das Applizierpad 40 beim Einschieben in den Montagerahmen 20 in 
eine gegenuber dem Montagerahmen 20 definierte Position bringen zu 
konnen, ist die Tragerplatte 42 an ihrer entgegen der Einschieberichtung 
weisenden Randkante mit einem Anschlag 42a versehen. Der Anschlag 
42a ist durch eine im zusammengebauten Zustand in Richtung des Monta- 
gerahmens 20 weisenden Abkantung der Tragerplatte 42 gebildet, die sich 
vorzugsweise Ober die voile Lange dieser Randkante erstreckt. Bei Errei- 
chen der Endposition wahrend des Einschiebens, das in Richtung senk- 
recht zur Flachennormalen der Applizierplatte 44 erfolgt, d. h. parallel zur 
Applizierplatte 44, schlagt der Anschlag 42a gegen den Wandabschnitt 
24ab der Rahmenwand 24a an und begrenzt so die Einschiebebewegung. 
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An ihrer zu dem Montagerahmen 20 weisenden Seite weist die Tragerplatte 
42 Versteifungsrippen 42b auf, welche die Formstabilitat der Tragerplatte 
42 unterstutzen. SchiieBlich ist die Tragerplatte 42. mit wenigstens einer, 
nicht weiter dargestellten Durchgangsdurchbrechung versehen, durch die 
der von der Saugluftquelle hervorgerufene Luftstrom von der Applizierplatte 
44 zu der Saugluftquelle stromen kann. 

Die Applizierplatte 44 weist wiederum eine quadratische Grundform auf, 
deren Flachenausdehnung jedoch kleiner ist als die der Tragerplatte 42, so 
dass Rander der Tragerplatte 42 frei bleiben, mittels denen die Tragerplatte 
42 in die FQhrungsfortsatze 24d eingeschoben werden kann. Weiterhin 
weist die Applizierplatte 44 auf ihrer zu der Tragerplatte 42 weisenden Sei- 
te einen umlaufenden zu der Tragerplatte 42 umlaufenden Randsteg 44a 
auf. Durch diesen Randsteg 44a bildet sich nach dem Anbringen der Appli- 
zierplatte 44 an der Tragerplatte 42, beispielsweise durch Ankleben, ein 
Hohlraum 46 aus, wie dies in Fig. 4 erkennbar ist. Es ist in diesem Zusam- 
menhang zu bemerken, dass die Verbindung zwischen Tragerplatte 42 und 
Applizierplatte 44 dicht, insbesondere Luftdicht erfolgt. 

Die von der Tragerplatte 42 wegweisende Seite 44b der Applizierplatte 44 
bildet eine Applizierflache, an der das zu applizierende Flachenmaterial- 
element, wie beispielsweise ein Etikette, wahrend des Appliziervorganges 
gehalten wird. Diese Applizierflache 44b ist mit mehreren in aquidistanten 
Abstand parallel zueinander verlaufenden Rinnen 44c versehen. 

In den zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rinnen 44c bzw. einer Rinne 
44c und der zugehorigen Randkante der Applizierplatte 44 vorhandenen 
Raumen sind ebenfalls in aquidistantem Abstand rasterformig Material- 
schwachstellen 44d der Applizierplatte 44 vorgesehen. Diese Material- 
schwachstellen 44d sind durch kreisformige Vertiefungen gebildet, wie dies 
aus Fig. 4 entnehmbar ist. An der zu der Tragerplatte 42 weisenden Seite 
44e, an der nicht naher bezeichnete Versteifungsrippen fur die Applizier- 
platte 44 angebracht sind, ist die Applizierplatte 44 in zu den Material- 
schwachstellen 44d korrespondierender Weise mit weiteren Material- 
schwachstellen 44f versehen, die ebenfalls kreisformige Vertiefungen sind. 
Die koaxial zueinander ausgerichteten Materialschwachstellen 44d, 44f 
sind durch ein dunnes quer zu ihrer Achsrichtung verlaufendes Material- 



hautchen 44g getrennt. Die diinnen Materialhautchen 44g schliellen eine 
Stromungsverbindung zwischen den beiden zueinander gehorenden Mate- 
rialschwachstellen 44d, 44f aus, insbesondere nach der Fertigstellung des 
Applizierkopfes 10 im Herstellwerk. Mit anderen Worten ISsst.sich der Ap- 
plizierkopf 10 bzw. das in den Applizierkopf 10 auswechselbar einschiebb- 
bare Applizierpad 40 nach der Fertigstellung zunachst nicht einsetzen, da 
keine Stromungsverbindung zwischen der Applizierflache 44b und der 
Saugluftquelle besteht 

Je nach Wunsch des Benutzers des erfindungsgemafien Applizierkopfs 10 
konnen aber eine oder mehrere diinne Materialhautchen 44g infolge des 
verformbaren Materials der Applizierplatte 44 mittels dem in den Fig. 1 , 2 
und 4 gezeigten Durchstech-Werkzeug D durchstochen werden, so dass . 
die Materialschwachstellen 44d, 44f eine Ausgangsoffnung bilden, die mit 
der Saugluftquelle uber dem Hohlraum 46 und dem Montagerahmen 20 mit 
den Durchbrechungen 22a in Verbindung steht. Hierdurch lassen sich be- 
liebig gestaltete Einsatzapplizierflachen bilden, deren Form und Grolie sich 
nach der Form und Grolie des zu applizierenden Flachenmaterialelements 
richtet. In den Fig. 2 und 3 sind Beispiele von unterschiedlichen Applizier- 
flachen A1, A2, A3 gezeigt, die alle quadratisch, aber unterschiedlich groB 
sind. Die Applizierflache A3 entspricht der vollen durch die Applizierplatte 
44 bereitgestellten Applizierflache 44b. Mit anderen Worten mussen bei der 
Applizierflache A3 samtliche dunne Materialhautchen. 44g der Material- 
schwachstellen 44d, 44f durchstochen werden, wogegen bei der Applizier- 
flache A1 nur etwa ein Drittel der Materialschwachstellen 44d, 44f durch- 
stochen werden mussen. Selbstverstandlich lassen sich andere Formen, 
wie beispielsweise Rechtecke, Rauten usw. durch die rasterformige Anord- 
nung der Materialschwachstellen 44d, 44f erzeugen. 

Das Durchstech-Werkzeug D kann durch einen. nicht naher bezeichneten 
Griffkolben, an dessen einem stirnseitigen Ende zentrisch eine ebenfalls 
nicht n§her bezeichnete Durchstechnadel angebracht sein kann, wie dies 
aus den Fig. 2 und 4 entnehmbar ist. Selbstverstandlich kann aber auch 
jedes andere Werkzeug fur das Durchstechen der dQnnen Materialhaut- 
chen 44g verwendet werden. 



# 



In Fig. 6 ist eine zweite Ausfuhrungsform fOr die Applizierplatte 44 1 gezeigt. 
Diese AusfOhrungsform weist eine vorbestimmte Materialdicke auf, die es 
ermoglicht, einen Materialabtrag in einer Ebene parallel zur Applizierflache 
44b 1 vorzunehmen. Hierdurch kann, wie dies in Fig. 6 gezeigt ist, die Appli- 
zierplatte 44' mit einer Applizierflache 44b' versehen werden, deren Grofie 
zumindest annahernd der Grolie des Flachenmaterialelements bzw. Etikett 
entspricht. Der Materialabtrag kann beispielsweise durcb einen Frasvor- 
gang erfolgen. Die abzufrasende Materialstarke h kann dabei so gewahlt 
sein, dass diese in etwa der Tiefe der Ausnehmungen 44d' bis zu dem 
durinen Materialhautchen 44g' reicht. Hierdurch wird sicher gestellt, das 
anschlieliend keine Nebenluft aus den bei dem Abfrasvorgang moglicher- 
weise geoffneten Materialschwachstellen 44d' austritt. 

Der erfindungsgemade Applizierkopf 10 wird dadurch hergestellt, dass zu- 
nachst eine Montagehalterung 20 bereitgestellt wird. Gleichzeitig oder an- 
schlieliend wird das Applizierpad 40 hergestellt, wobei die Tragerplatte 42 
mit der Applizierplatte 44 beispielsweise durch Kleben luftdicht verbunden 
wird. Samtliche dunnen Materialhautchen 44g der Materialschwachstellen 
44d, 44f des Applizierpads 40 sind hierbei noch verschlossen. Anschlie- 
(lend wird das Applizierpad 40 in die Fuhrungsfortsatze 24d der Montage- 
halterung 20 eingeschoben, bis eine nicht weiter dargestellte Verriege- 
lungseinrichtung das Applizierpad 40 an der Montagehalterung 20 verrie- 
gelt und/oder der Anschlag 42a an der AulSenseite der Rahmenwand 24 
anschlagt. Daraufhin kann im Herstellwerk des Applizierkopf es 10 oder bei 
dem Kunden mittels des Durchsteckwerkzeuges D einzelne dunne Materi- 
alhautchen 26g entsprechend der Form des zu applizierenden Flachmate- 
rialelements durchstochen werden. 

Anschlieliend oder davor kann mittels eines Fraswerkzeuges die Applizier- 
platte 44 bzw. 44 1 in der Weise bearbeitet werden, dass ein Teil der Appli- 
zierplatte 44 1 erhaben hervorsteht, der dann die Applizierflache 44b 1 bildet. 

Urn mit ein und demselben Applizierkopf 10 unterschiedliche Flachmateri- 
alelemente applizieren zu konnen, kann weiterhin vorgesehen sein, dass 
zu einem Applizierkopf 10 mehrere Applizierpads 40 gehoren. Durch die 
Auswechselbarkeit des Applizierpads 40 gegenQber der Montagehalterung 
20 konnen dann Applizierpads 40 mit unterschiedlich durchstochenen Ap- 



plizierflachen, beispielsweise den Applizierflachen A1, A2 und A3 an dem 
Applizierkopf 10 wahlweise angebracht werden. 




Anspruche 

Applizierkopf fur eine Vorrichtung zum Applizieren von einzelnen 
Flachmaterialelementen, insbesondere von Etiketten, auf Gegens- 
tande, wobei der Applizierkopf (10) mit einer Saugluftquelle verbind- 
bar ist und eine Applizierflache (44b; 44b') aufweist, an der wenigs- 
tens eine mit der Saugluftquelle in Verbindung bringbare Ansaugoff- 
nung (44d, 44f; 44d') vorgesehen ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Applizierflache (44b; 44b') we- 
nigstens zwei Materialschwachstellen (44d; 44d l ) aufweist, die zur 
Bildung der wenigstens einen Ansaugoffnung (44d, 44f; 44d l ) wahl- 
weise durchbrechbar sind. 

Applizierkopf fur eine Appliziervorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Applizierflache (44b; 44b 1 ) meh- 
rere Materialschwachstellen (44d; 44d'). aufweist, die vorzugsweise 
regelmaliig auf der Applizierflache (44b; 44b ? ) angeordnet sind. 

Applizierkopf fQr eine Appliziervorrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Materialschwachstellen (44d; 
44d') uber die gesamte AppIizierflSche (44b; 44b') verteilt sind, vor- 
zugsweise rasterformig in Spalten und Reihen. 

Applizierkopf fur eine Appliziervorrichtung nach einem der AnsprQche 
1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Applizierflache (44b; 44b 1 ) an ih- 
rer die Aullenseite mit vorzugsweise in aquidistantem Abstand paral- 
lel zueinander verlaufenden Rillen (44c) versehen ist. 

Applizierkopf fQr eine Appliziervorrichtung nach Anspruch 3 und 4, 
Dadurch gekennzeichnet, dass die Rillen (44c) zwischen zwei Spal- 
ten an Materialschwachstellen (44d; 44d') vorgesehen sind. 




6. Applizierkopf fQr eine Appliziervorrichtung nach einem der AnsprQche 
1 bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Applizierflache (44b; 44b 1 ) an ei- 
nem Applizierpad (40) vorgesehen ist, dass austauschbar mit dem 
Applizierkopf (10) verbunden ist. 

7. Applizierkopf fQr eine Appliziervorrichtung nach Anspruch 6, bei der 
der Applizierkopf (10) aus einer Ausgangsstellung geradlinig reversi- 
be! in eine Applizierstellung verfahrbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass eine Padaufnahme (24d) vorgese- . 
hen ist, in die das Applizierpad (40) quer zur Verfahrrichtung des Ap- 
plizierkopfes (10) reversibel einschiebbar ist. 

8. Applizierkopf fur eine Appliziervorrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Padaufnahme durch zwei paral- 
lel verlaufende C-formige Fuhrungsschienen (24d) gebildet ist, in die 
das Applizierpad (40) reversibel einschiebbar ist. 

9. Applizierkopf fur eine Appliziervorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Endposition beim Einschieben 
des Applizierpads (40) in die Padaufnahme (24d) durch einen An- 
schlag (24ab, 42a) definiert ist. 

10. Applizierkopf fur eine Appliziervorrichtung nach einem der AnsprQche 
6 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Applizierpad (40) an dem Appli- 
zierkopf (10) mittels einer Verriegelungseinrichtung losbar venriegel- 
bar ist. 

1 1 . Applizierkopf fur eine Vorrichtung nach 1 0, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung durch 
eine federbelastete Kugel gebildet ist, die an dem Applizierkopf (10) 
oder dem Applizierpad (40) vorgesehen ist und die in der Lage ist, in 
eine Ausnehmung an dem Applizierpad (40) oder dem Applizierkopf 
(10) reversibel einzurasten. 
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2. Applizierkopf fur eine Appliziervorrichtung nach Anspruch 1 0 und 1 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag durch die Verriege- 
lungseinrichtung gebildet ist. 

Applizierkopf far eine Appliziervorrichtung nach einem der Anspruche 
1 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Applizierpad (40) aus einer Tra- 
gerplatte (42) und einer die Applizierflache (44b; 44b 1 ) enthaltenden 
Applizierplatte (44; 44') gebildet ist, die vorzugsweise zwischen sich 
wenigstens einen Hohlraum (46) ausbilden. 

Applizierkopf fur eine Vorrichtung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Applizierplatte (44; 44') und die 
Tragerplatte (42) miteinander uniosbar, vorzugsweise miteinander 
verklebt sind. 

5. Applizierkopf nach Anspruch 13 oder 14, 

dadurch gekennzeichnet, dass zu jeder Materialschwachstelle (44d; 
44d*) an der Applizierflache (44b; 44b 1 ) an der anderen zu der Appli- 
zierflache (44b; 44b 1 ) parallel verlaufenden Flache (44e) korrespon- 
dierende , mit den Materialschwachstellen (44d; 44d') an der. Appli- 
zierflache (44e) fluchtende Materialschwachstellen (44f) aufweist, die 
vorzugsweise durch ein diinnes Materialhautchen (44g; 44g') vonein- 
ander getrennt sind. 

16. Applizierkopf fur eine Appliziervorrichtung nach einem der AnsprQche 
13 bis 15, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Applizierplatte (44') eine Dicken- 
starke aufweist, die einen Materialabtrag zur Bildung einer definier- 
ten, an ein bestimmtes Flachmaterialelement angepassten Applizier- 
flache (44b') erlaubt. 

17. Applizierkopf fur eine Appliziervorrichtung nach einem der Anspruche 
13 bis 16, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Tragerplatte (42) mit einer Kupp- 
lung zur losbaren Verbindung mit der Saugiuftquelle versehen ist. 



18. Applizierkopf fur eine Appliziervorrichtung nach einem der AnsprQche 
13 bis 17, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Applizierplatte (44; 44') aus ei- 
nem verformbaren Material, vorzugsweise Kunststoff hergestellt ist. 

19. Verfahren zum Herstellen eines Applizierkopfes, insbesondere zum 
Herstellen eines Applizierkopfes nach einem der AnsprQche 1 bis 1 8, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte enthalt: 

Herstellen einer Applizierflache, die wenigstens zwei Material- 
schwachstellen aufweist; und 

Wahlweises Durchstechen von mindestens einer der wenigstens 
zwei Materialschwachstellen zum Herstellen einer Ansaugoff- 
nung. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, 

bei dem die Applizierplatte mehrere Materialschwachstellen aufweist, 
die wahlweise durchstechbar sind. 

21 . Verfahren nach Anspruch 20, 

bei dem die mehreren Materialschwachstellen in einem regelmafcigen 
Muster angeordnet werden. 

22. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 9 bis 21 , 

bei dem die Applizierflache aus einem Kunststoff hergestellt wird. 

23. Verfahren nach einer der AnsprQche 19 bis 22, 

bei dem die Applizierplatte einem Materialabtrag in Dickenrichtung 
der Platte, unterworfen wird, urn eine definierte, an ein bestimmtes 
Flachmaterialelement angepasste Applizierfllache zu erzeugen. 

24. Verfahren nach Anspruch 23, 

bei dem der Materialabtrag durch einen Frasvorgang erfolgt. 
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